
ZLG217/ZLG227
基于 ARM Cortex M3核的 32位微控制器

DataSheet
DS01010300 1.1.00 Date:2020/09/02

概述

ZLG2x7P64A 用 性 ARM® Cortex®-M3
32 96MHz

I/O
ZLG2x7P64A 2 12 ADC 2

12 DAC 3 16 用 1 PWM
信 3 UART 2

I2C 2 SPI USB

产品 2.0V ∼ 5.5V
-40 ◦C ∼ +85◦C 应用

产品特性

● ARM® Cortex®-M3
96MHz 32

● 128K
20K SRAM Boot loader Flash
UART 用 IAP / ISP

● 2.0V ∼ 5.5V / POR/PDR
PVD 8 ∼ 24MHz

48MHz
40KHz PLL CPU

96MHz 32.768KHz RTC
●
● 2 12 1μS 16

● 2 12
● 7 DMA
● 51 I/O
● SWD JTAG
● 7
● 8 信

● CRC 96 ID UID
● 用 LQFP64

产品应用

● 应用

●
● PC GPS
● 应用 PLC

●

订购信息

ZLG2x7 -40◦C ∼ +85◦C LQFP64
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1

1.1
产品 用 性 ARM® Cortex®-M3 32 96MHz

I/O 产品 2 12 ADC 2 12 DAC 3
16 用 1 16 信 2 I2C 2 SPI 1 USB

3 UART

产品产品 2.0V ∼ 5.5V -40◦C ∼ +85◦C 应

用

产品 LQFP64 产品

产品 应用

● 应用

●
● PC GPS
● 应用 PLC
●

1.2 特性

●
– 32 ARM® Cortex®-M3
– 96MHz
– 32

●
– 128K
– 20K SRAM
– Boot loader Flash UART 用 IAP / ISP

●
–
–
–
–
–

● PVD
– 8
–

●
– 2.0V ∼ 5.5V
– 8 ∼ 24MHz
– 40KHz
– PLL CPU 96MHz
– 32.768KHz
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●
–
– VBAT RTC

● 2 12 1μS 16
– 0 ∼ VDDA

–
–

● 2 12
● 7 DMA

– Timer ADC DAC UART I2C SPI USB
● 51 I/O

– I/O 16
– 5V信

●
– SWD JTAG

● 7
– 1 16 4 4 PWM
– 3 16 4 / 用 IR
– 2
– 24

● 8 信

– 3 UART
– 2 I2C
– 2 SPI
– 1 USB device

● 96 ID UID
● 用 LQFP64

注：

本文给出了本产品的订购信息和器件的机械特性。有关完整的本产品的详细信息，请参考本产品数据手册。

有关 Cortex®-M3核心的相关信息，请参考《Cortex®-M3技术参考手册》。

1.3 信

1.3.1

2: ZLG2x7 产品

产品
ZLG217P64A ZLG227P64A

- K 128 128
SRAM - K 20 20

用 3 3
1 1

UART 3 3
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产品
ZLG217P64A ZLG227P64A

I2C 2 2
SPI 2 2
USB 0 1

GPIO
51 51

12 ADC 2
16 channels

2
16 channels

CPU 96 MHz 96 MHz
2.0V ∼ 5.5V 2.0V ∼ 5.5V

MSL-3 MSL-3
/ 160 160

LQFP64 LQFP64

1.3.2 信

ZLG2x7 产品 信息 3

3:

产品 V
◦C

MPQ MOQ MSL

ZLG217P64A M3 2.0∼5.5V -40∼+85 LQFP64
TRAY

( / )
160 1600 3

099482

xZLG 2 7 P 64 A

ZLG

0

7：128K
6：64K

Flash 2 n

N QFN

P LQFP

64：64Pin
48：48Pin

32：32Pin

A -40 +85

B -40 +105

1 ADC

2 USB

⋯ ⋯

5：32K T TSSOP

图 1. ZLG2x7型号命名
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2 引脚

2.1 引脚分布

产品 LQFP64

335137
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0
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4
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6

2
7
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7
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0
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44
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LQFP64

图 2. LQFP64引脚分布

2.2 引脚

4:
LQFP

64
(1)

I/O
(2)

用

1 VBAT S - VBAT - -

2

PC13-

TAMPER-

RTC

I/O - PC13
TAMPER

-RTC
-

3
PC14-

OSC32_IN
I/O - PC14 OSC32_IN -

4
PC15-

OSC32_OUT
I/O - PC15 OSC32_OUT -
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LQFP

64
(1)

I/O
(2)

用

5
PD0-

OSC_IN
I/O - OSC_IN - -

6
PD1-

OSC_OUT
I/O -

OSC_

OUT
- -

7 NRST I/O - NRST - -

8 PC0 I/O - PC0 ADC2_IN2 -

9 PC1 I/O - PC1 ADC2_IN3 -

10 PC2 I/O - PC2 ADC2_IN4 -

11 PC3 I/O - PC3 ADC2_IN5 -

12 VSSA S - VSSA - -

13 VDDA S - VDDA - -

14 PA0/WKUP I/O - PA0

ADC1_IN0/

WKUP/

UART2_CTS/

TIM2_CH1_ETR

-

15 PA1 I/O - PA1

ADC1_IN1/

UART2_RTS/

TIM2_CH2

-

16 PA2 I/O - PA2

ADC1_IN2/

UART2_TX/

TIM2_CH3

-

17 PA3 I/O - PA3

ADC1_IN3/

UART2_RX/

TIM2_CH4

-

18 VSS S - VSS - -

19 VDD S - VDD - -

20 PA4 I/O - PA4

ADC1_IN4/

DAC1_OUT/

SPI1_NSS

-

21 PA5 I/O - PA5

ADC1_IN5/

DAC2_OUT/

SPI1_SCK

-

22 PA6 I/O - PA6

ADC1_IN6/

SPI1_MISO/

TIM3_CH1

TIM1_BKIN
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LQFP

64
(1)

I/O
(2)

用

23 PA7 I/O - PA7

ADC1_IN7/

SPI1_MOSI/

TIM3_CH2

TIM1_CH1N

24 PC4 I/O - PC4 ADC2_IN6 -

25 PC5 I/O - PC5 ADC2_IN7 -

26 PB0 I/O - PB0
ADC2_IN0/

TIM3_CH3
TIM1_CH2N

27 PB1 I/O - PB1
ADC2_IN1/

TIM3_CH4
TIM1_CH3N

28 PB2 I/O FT
PB2/

BOOT1
- -

29 PB10 I/O FT PB10
I2C2_SCL/

UART3_TX
TIM2_CH3

30 PB11 I/O FT PB11
I2C2_SDL/

UART3_RX
TIM2_CH4

31 VSS S - VSS - -

32 VDD S - VDD - -

33 PB12 I/O FT PB12

SPI2_NSS/

I2C2_SMBAI/

TIM1_BKIN

-

34 PB13 I/O FT PB13

SPI2_SCK/

UART3_CTS/

TIM1_CH1N

-

35 PB14 I/O FT PB14

SPI2_MISO/

UART3_RTS/

TIM1_CH2N

-

36 PB15 I/O FT PB15
SPI2_MOSI/

TIM1_CH3N
-

37 PC6 I/O FT PC6 - TIM3_CH1

38 PC7 I/O FT PC7 - TIM3_CH2

39 PC8 I/O FT PC8 - TIM3_CH3

40 PC9 I/O FT PC9 - TIM3_CH4

41 PA8 I/O FT PA8
TIM1_CH1/

MCO
-

42 PA9 I/O FT PA9
UART1_TX/

TIM1_CH2
-
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LQFP

64
(1)

I/O
(2)

用

43 PA10 I/O FT PA10
UART1_RX/

TIM1_CH3
-

44 PA11 I/O FT PA11

UART1_CTS/

USBDM/

TIM1_CH4

-

45 PA12 I/O FT PA12

UART1_RTS/

USBDP/

TIM1_ETR

-

46 PA13 I/O FT
JTM/

SWDIO
- PA13

47 VSS S - VSS - -

48 VDD S - VDD - -

49 PA14 I/O FT
JTCK/

SWCLK
- PA14

50 PA15 I/O FT JTDI -

PA15/

TIM2_CH1

_ETR/

SPI1_NSS

51 PC10 I/O FT PC10 - UART3_TX

52 PC11 I/O FT PC11 - UART3_RX

53 PC12 I/O FT PC12 - -

54 PD2 I/O FT PD2 TIM3_ETR -

55 PB3 I/O FT JTDO -

PB3/

TRACESWO/

TIM2_CH2/

SPI1_SCK

56 PB4 I/O FT NJTRST -

PB4/

TIM3_CH1/

SPI1_MISO

57 PB5 I/O - PB5 I2C1_SMBAI
TIM3_CH2/

SPI1_MOSI

58 PB6 I/O FT PB6
I2C1_SCL/

TIM4_CH1
UART1_TX

59 PB7 I/O FT PB7
I2C1_SDA/

TIM4_CH2
UART1_RX

60 BOOT0 I - BOOT0 - -

61 PB8 I/O FT PB8 TIM4_CH3 I2C1_SCL/

©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd.

7/52



ZLG217/ZLG227
基于 ARM Cortex M3核的 32位微控制器 DataSheet

LQFP

64
(1)

I/O
(2)

用

62 PB9 I/O FT PB9 TIM4_CH4 I2C1_SDA/

63 VSS S - VSS - -

64 VDD S - VDD - -

1. I = O = S = HiZ =
2. FT: 5V

©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd.
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3 电 特性

3.1 对最 定

( 5 6 7) 性

性

性

5: 特性

述

VDD - VSS ( VDDA VSSA)(1) - 0.3 5.5

V
VIN

5 V (2)(3) VSS - 0.3 5.5
(2) VSS - 0.3 VDD

| △ VDDx| 50
mV

|VSSx − VSS| 50

VESD(HBM) ESD 3.5.9

1. (VDD, VDDA) (VSS, VSSA)
2. VIN 信息

3. VDD = 3.3V

6: 特性

述

IVDD VDD/VDDA ( 应 )(1) 150

mA

IVSS VSS ( )(1) 150

IIO
I/O 20

I/O -18

IINJ(PIN)(2)(3) NRST ±5

IINJ(PIN)(2)(3) HSE OSC_IN LSE OSC_IN ±5

IINJ(PIN)(2)(3) (4) ±5

Σ IINJ(PIN)(2) I/O (4) ±25

1. (VDD VDDA) (VSS VSSA)
2. IINJ(PIN) VIN VIN

IINJ(PIN) VIN > VDD VIN < VSS

3. 性

4. I/O ΣIINJ(PIN)
4 I/O ΣIINJ(PIN) 特性

©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd.

9/52



ZLG217/ZLG227
基于 ARM Cortex M3核的 32位微控制器 DataSheet

7: 特性

述

TSTG - 45 ∼ + 150 ◦C

TJ 125 ◦C

3.2 EMC特性
性 产品

性 EMS(电 性)
应用 ( I/O 2 LED) 品 2 产

LED 产

● (ESD)( ) 产 性 IEC1000-
4-2

● FTB VDD VSS 100 pF ( ) 产

性 IEC1000-4-4

应用 EMS

8: EMS特性

/

VEFT

VDD VSS 100pF VDD=3.3V,TA=+25◦C,

fHCLK=48MHz

IEC1000-4-4

TBD

的 件 的

EMC 应用 应 EMC性 用 应

用

用 EMC EMC

件建议

●
●
● ( )

的

( ) NRST
1

ESD 应用

©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd.
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对最 (电 性)
(ESD LU) 用特 性

性

电 电 (ESD)
( ) 品 品

(3 ×(n+1) ) JESD22-A114/C101

性 6 品 2

●
● I/O

EIA/JESD78A

9: ESD特性

VESD(HBM) ( )
TA = +25◦C

JESD22-A114
2000

V

VESD(CDM) ( )
TA = +25◦C

JESD22-C101
500

ILU (Latch-up current)
TA = +25◦C

JESD78A
200 mA

3.3 耗参数

I/O 产品

I/O

最 电流消耗

● I/O —VDD VSS( )
● 特

● fHCLK (0 ∼ 24 MHz 0 ,24 ∼ 48 MHz 1
48 ∼ 72 MHz 2 72 ∼ 96 MHz 3 )

● fPCLK1 = fHCLK/2 fPCLK2 = fHCLK

注：指令预取功能必须在设置时钟和总线分频之前设置。

10 11 12 14 VDD

©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd.
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10: flash

述 fHCLK
(1)

IDD 应 (2)

96MHz 26.23 15.2

mA

72MHz 20.52 12.19

48MHz 14.71 9.13

36MHz 11.76 7.58

24MHz 8.84 6.03

8MHz 4.1 3.14

1. TA = 25◦C 产

2. 8MHz fHCLK > 8MHz 用 PLL

11: flash RAM

述 fHCLK
(1)

IDD 应 (2)

96MHz 22.41 10.92

mA

72MHz 17.57 8.96

48MHz 12.68 6.96

36MHz 10.29 5.95

24MHz 7.79 4.9

8MHz 3.46 2.8

1. TA = 25◦C 产 VDDmax fHCLKmax

2. 8MHz fHCLK > 8 MHz 用 PLL

12: flash

(1)

TA=25◦C

IDD

应
VDD=3.3V

402

µA

应
VDD=3.3V

0.4

IDD_VBAT 应
RTC

VDD/VBAT=3.3V
0.2 µA

1. TA = 25◦C 产

2. I/O

©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd.
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818029

  3

  2

1

  9

0

  8

  7

  6

  5

  4

TA = - 40°C TA = 105°C TA = 70°C TA = 25°C 

图 3. 待机模式下的典型电流消耗在 VDD = 3.3V时与温度的对比

典型的电流消耗

MCU 述

● I/O —VDD VSS( )
● 特

● fHCLK (0 ∼ 24 MHz 0 ,24 ∼ 48 MHz 1
48 ∼ 72 MHz 2 72 ∼ 96 MHz 3 )

● VDD 14
● fPCLK1 = fHCLK/4 fPCLK2 = fHCLK/2

注：指令预取功能必须在设置时钟和总线分频之前设置。

外 电流消耗

13,MCU

● I/O —VDD VSS( )
● 特

●
–
–

● VDD 14

13: (1)

25 ◦C 25 ◦C

APB1
TIM2 0.098

mA APB2
GPIOA 0.045

mA
TIM3 0.062 GPIOB 0.046

©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd.
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25 ◦C 25 ◦C

APB1

TIM4 0.055

mA APB2

GPIOC 0.052

mA

SPI2 0.133 GPIOD 0.046

UART2 0.077 ADC1 0.051

UART3 0.078 ADC2 0.052

I2C1 0.132 TIM1 0.121

I2C2 0.134 SPI1 0.122

USB 0.058 UART1 0.078

1. fHCLK = 96MHz fAPB1 = fHCLK/2 fAPB2 = fHCLK

3.4 测 条件

特 VSS

3.4.1 最小和最

特 TA = 25◦C VDD = 3.3V

3.4.2 典型数

特 TA = 25◦C VDD = 3.3V 用

3.4.3 典型曲线

特 用

3.4.4 负载电

296610

C=50pF

图 4. 引脚的负载条件

3.4.5 引脚输入电压

©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd.
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814593

VIN

图 5. 引脚输入电压

3.4.6 供电方案

236518

CPUCPU

PLL

VDDA

VSSA

10nF

+1µF

VDD

VDD

IO

I /O

5x100nF

+1x4.7µF

VDD

1/2/3

VSS

1/2/3

/4/5

4/5/

VBAT

40KHz

RTC
2.0V~5.5V

图 6. 供电方案

3.4.7 电流消耗测量

©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd.
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046405

IDD_VBAT

IDD

VBAT

VDD

VDDA

图 7. 电流消耗测量方案

3.5 条件

3.5.1 用 条件

14: 用

fHCLK AHB 0 96

MHzfPCLK1 APB1 0 fHCLK

fPCLK2 APB2 0 fHCLK

VDD 2.0V 5.5V V

VDDA VDD
(1) 2.0V 5.5V V

VBAT 1.8 5.5V V

PD
TA=85◦C(2)

LQFP64 203 mW

TA TA=85◦C
-40 85

◦C
(3) -40 125

1. 用 VDD VDDA VDD VDDA 300
mV

2. TA TJ TJmax( 3.4) PD

3. TJ TJmax( 3.4) TA

3.5.2 上电和 电时的 条件

15:

tVDD
VVDD

TA = 27◦C
100 ∞

µS/V
VVDD 100 ∞

©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd.
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3.5.3 位和电源控制模 特性

14 VDD

16: 特性

VPVD

PLS[3 0]=0000( ) 1.813 1.819 1.831 V

PLS[3 0]=0000( ) 1.705 V

PLS[3 0]=0001( ) 2.112 2.116 2.124 V

PLS[3 0]=0001( ) 2.0 V

PLS[3 0]=0010( ) 2.411 2.414 2.421 V

PLS[3 0]=0010( ) 2.297 V

PLS[3 0]=0011( ) 2.711 2.714 2.719 V

PLS[3 0]=0011( ) 2.597 V

PLS[3 0]=0100( ) 3.011 3.013 3.018 V

PLS[3 0]=0100( ) 2.895 V

PLS[3 0]=0101( ) 3.311 3.313 3.317 V

PLS[3 0]=0101( ) 3.194 V

PLS[3 0]=0110( ) 3.611 3.613 3.616 V

PLS[3 0]=0110( ) 3.494 V

PLS[3 0]=0111( ) 3.91 3.913 3.916 V

PLS[3 0]=0111( ) 3.793 V

PLS[3 0]=1000( ) 4.21 4.212 4.215 V

PLS[3 0]=1000( ) 4.092 V

PLS[3 0]=1001( ) 4.51 4.512 4.515 V

PLS[3 0]=1001( ) 4.391 V

PLS[3 0]=1010( ) 4.809 4.811 4.813 V

PLS[3 0]=1010( ) 4.69 V

VPVDhyst
(2) PVD 100 mV

VPOR/PDR
/ 1.63(1) 1.66 1.68 V

1.75 V

VPDRhys
(2) PDR 90.9 mV

TRSTTEMPO(2) 20 ms

1. 产品 特性 VPOR/PDR

2. 产

注：复位持续时间的测量方法为从上电 (POR复位)到用户应用代码读取第一条指令的时刻。

3.5.4 的参 电压

14 VDD

©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd.

17/52



ZLG217/ZLG227
基于 ARM Cortex M3核的 32位微控制器 DataSheet

17: (1)

VREFINT -40◦C < TA < +85◦C 1.2 V

TS_vrefint (1)

ADC
10 µS

1. 应用

3.5.5 外部时钟源特性

外部 源 的高速外部用 时钟

特性 用 用

18: 用 特性

fHSE_ext 用 (1) 1 8 25 MHz

VHSEH OSC_IN 0.7VDD VDD
V

VHSEL OSC_IN VSS 0.3VDD

tw(HSE) OSC_IN (1) 16
nS

tr(HSE) tf(HSE) OSC_IN (1) 20

Cin(HSE) OSC_IN (1) 5 pF

DuCy(HSE) 45 55 %

IL OSC_IN VSS ≤ VIN ≤ VDD ±1 uA

1. 产

外部 源 的低速外部用 时钟

特性 用 用

19: 用 特性

fLSE_ext 用 (1) 16 32.768 200 KHz

VLSEH OSC_IN 1.2 V

VLSEL OSC_IN 0.25 V

tw(LSE) OSC_IN (1) 15259 nS

tr(LSE) OSC_IN (1) 30 nS

tf(LSE) OSC_IN (1) 30 nS

Cin(LSE) OSC_IN (1) 5 pF

DuCy(LSE) 50 %

IL OSC_IN VSS ≤ VIN ≤ VDD 0.03 uA

1. 产

©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd.
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474122

90%

10%

THSE

tw(HSE) t

VHSEH

VHSEL

fHSE_ext OSC_IN
I L

tw(HSE)tf(HSE)tr(HSE)

图 8. 外部高速时钟源的交流时序图

214366

90%

10%

tr(LSE) tf(LSE)

TLSE

tw(LSE) tw(LSE) t

VLSEH

VLSEL

fLSE_ext
OSC32_IN I L

图 9. 外部低速时钟源的交流时序图

使用 晶体/ 器 的高速外部时钟

(HSE) 用 8 ∼ 24MHz

产 信息 用 特

性 应用

( ) 应 产

©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd.
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20: HSE 特性 (1)(2)

fOSC_IN 2 8 24 MHz

RF 1000 kΩ

CL1

CL2
(3)

应

(RS)(4)
RS = 30Ω 30 pF

I2 HSE

VDD = 3.3V

VIN = VSS

30pF

1 mA

gm 25 mA/V

tSU(HSE)(5) VDD 2 mS

1. 特性 /
2. 产

3. CL1 CL2 用 应用 ( )5pF ∼ 25pF
CL1 CL2 CL1 CL2

CL1 CL2 PCB MCU 应 (
PCB 10pF )

4. RF 用 产 产

MCU 应用

5. tSU(HSE) HSE 8MHz

860676

CL2

CL1

8MHz

OSC_IN

OSC_OUT

fHSE

RF

图 10. 使用 8MHz晶体的典型应用

使用 晶体/ 器 的低速外部时钟

(LSE) 用 32.768KHz / 产 信息

用 特性 应用

(
) 应 产 ( )

©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd.
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: CL1 CL2 用 5pF ∼ 15pF
CL1 CL2 CL1 CL2 CL

CL = CL1 x CL2 / (CL1 + CL2) + Cstray Cstray PCB PCB
2pF ∼ 7pF

: CL1 CL2 (15pF) 用 CL ≤ 7pF 用

12.5pF CL = 6pF Cstray = 2pF CL1 = CL2

= 8pF

21: LSE 特性 (fLSE=32.768KHz)(1)

RF 25 MΩ

CL1

CL2
(2)

应

(RS)(3)
RS = 30Ω 4 pF

I2 LSE
VDD = 3.3V

VIN= VSS

0.08 μA

gm 0.5 μA/V

tSU(HSE)(4) VDD 1 4 S

1. 产

2.
3. RS ( MSIV-TIN 32.768KHz)

4. tSU(HSE) HSE 8MHz

112577

CL2

CL1

32.768KHz

OSC32_IN

OSC32_OUT

fLSE

RF

图 11. 使用 32.768KHz晶体的典型应用

3.5.6 部时钟源特性

特性 用 用

高速 部 (HSI) 器

©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd.
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22: HSI 特性 (1)(2)

fHSI 40 48 64 MHz

ACCHSI HSI TA = -10◦C∼ 85◦C -3 3 %

ACCHSI HSI TA = 0◦C∼ 70◦C -2 2 %

ACCHSI HSI TA = 25◦C -1 1 %

tSU(HSI) HSI 2 μS

IDD(HSI) HSI 81 200 μA

1. VDD = 3.3V TA = - 40◦C∼ 105◦C 特

2. 产

低速 部 (LSI) 器

23: LSI 特性 (1)

fLSI(2) 31 40 75 KHz

tSU(LSI)(2) LSI 1 μS

IDD(LSI)(3) LSI 1.1 1.7 μA

1. VDD = 3.3V TA = -40◦C∼ 85◦C 特

2. 产

3. 产

从低 耗模式 的时间

8MHz HSI 用

●
● 用

用 用

24:

tWUSLEEP
(1) 用 HSI 4.2

μS
tWUSTOP

(1)

( )
HSI = 2μS 6.3

tWUSTDBY
(1)

HSI = 2μS

= 38μS
47 μS

1. 用

©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd.
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3.5.7 PLL特性
用 用

25: PLL特性 (1)

fPLL_IN
PLL (2) 2 24 MHz

PLL 40 60 %

fPLL_OUT PLL 40 200 MHz

tLOCK PLL 100 μS

1. 产

2. 用 PLL fPLL_OUT

3.5.8 器特性

器

特 特性 TA = - 40◦C∼ 85◦C
26: 特性

tprog 8 TA = -40◦C∼ 125◦C 4 μS

tERASE (512K ) TA = -40◦C∼ 125◦C 4 5 mS

tME TA = -40◦C∼ 125◦C 20 40 mS

IDD
fHCLK =

48MHz
5 6 mA

IDD

fHCLK =

48MHz
7 mA

fHCLK =

48MHz
2 mA

ISB Standby 1@25◦C 50@125◦C μA

IDEP Deep Standby 0.5 15@125◦C μA

Vprog 3.3 V

27: (1)(2)

NEND
(

)
TA = - 40◦C∼ 85◦C( 6) 10

tRET
TA = 85◦C 1000 (2) 30

TA = 55◦C 1 (1)(2) 20

1. 产

2.

©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd.
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3.5.9 I/O 特性

用输入/输出特性
特 5 I/O CMOS

28: I/O 特性

VIL CMOS -0.5 1.1 V

VIH CMOS 2.08 V

Vhys I/O 特 (1) 500 700 800 mV

Ilkg (2) 1 µA

RPU
(3) VIN=VSS 30 50 100

kΩ
RPD

(3) VIN=VDD 30 50 100

CIO I/O 5 pF

1. 特 产

2.
3. PMOS/NMOS PMOS/NMOS

( 10%)

I/O CMOS ( ) 特性 CMOS

● VIH

– VDD [2.50V∼ 3.08V] 用 CMOS特性
– VDD [3.08V∼ 3.60V] CMOS

● VIL

– 用 CMOS特性

输出 电流

GPIO( 用 / ) ±20mA

用 应用 I/O 3.1

● I/O VDD MCU VDD

IVDD
● I/O VSS MCU VSS

IVSS

输出电压

特 用 VDD 5 I/O
CMOS

©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd.
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29: 特性

VOL
(1) 8 CMOS IIO = +8mA

2.7V< VDD < 3.6V

0.4

V

VOH
(2) 8 0.8VDD

VOL
(1)(3) 8 IIO = +20mA

2.7V< VDD < 3.6V

0.4

VOH
(2)(3) 8 0.8VDD

VOL
(2)(3) 8 IIO = +6mA

2V< VDD < 2.7V

TBD

VOH
(2)(3) 8 TBD

1. IIO IIO ( I/O )
IVSS

2. IIO IIO ( I/O )
IVDD

3. 产

输入输出交流特性

特性 12 30

特 30 用 5

30: 特性 (1)

MODEx[1 0]

01

(10MHz)

fmax(IO)out
(2)

CL=50pF,

VDD=2V∼3.6V
2 MHz

tf(IO)out CL=50pF,

VDD=2V∼3.6V

25(3)
nS

tr(IO)out 25(3)

10

(20MHz)

fmax(IO)out
(2)

CL=50pF,

VDD=2V∼3.6V
10 MHz

tf(IO)out CL=50pF,

VDD=2V∼3.6V

125(3)
nS

tr(IO)out 125(3)

11

(50MHz)

fmax(IO)out
(2)

CL=30pF,

VDD=2.7V∼3.6V
50

MHz
CL=50pF,

VDD=2.7V∼3.6V
30

CL=50pF,

VDD=2V∼2.7V
20

tf(IO)out

CL=30pF,

VDD=2.7V∼3.6V
5

nSCL=50pF,

VDD=2.7V∼3.6V
8

©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd.
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MODEx[1 0]

11

(50MHz)

tf(IO)out

CL=50pF,

VDD=2V∼2.7V
12

nS

tr(IO)out

CL=30pF,

VDD=2.7V∼3.6V
5

nS
CL=50pF,

VDD=2.7V∼3.6V
8

CL=50pF,

VDD=2V∼2.7V
12

tEXTIpw
EXTI

信
10 nS

1. I/O MODEx[1 0] GPIO

2. 12
3. 产

868304

50pF

((tr + tf) ≤ 2/3)T (45 ~ 55%)

50pF

tr (IO)out tr (IO)out

10%

50%

90% 10%

50%

90%

T

图 12. 输入输出交流特性定义

3.5.10 NRST引脚特性
NRST 用 CMOS RPU

特 用 VDD 5

©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd.
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31: NRST 特性

VIL(NRST)
(1) -0.5 0.8

V
VIH(NRST)

(1) NRST 2 VDD

Vhys(NRST) NRST 特 0.2VDD V

RPU
(2) VIN = VSS 15 kΩ

VF(NRST)
(1) NRST 100 ns

VNF(NRST)
(1) NRST 300

1. 产

2. PMOS PMOS/NMOS
( 10%)

368560

NRST(2)
RPU

VDD

0.1µF

(1)

图 13. 建议的 NRST引脚保护

1.
2. 用 NRST 31 VIL(NRST) MCU

3.5.11 TIM定时器特性

用 ( PWM ) 特性 3.5.9

32: TIMx(1) 特性

tres(TIM)

1 tTIMxCLK

fTIMxCLK=96MHz 10.4 nS

©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd.
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fEXT
CH1 CH4 0 fTIMxCLK/2

MHz
fTIMxCLK=96MHz 0 48

ResTIM 16

tCOUNTER
16 1 65536 tTIMxCLK

fTIMxCLK=96MHz 0.0104 682 µS

tMAX_COUNT
65536 ×65536 tTIMxCLK

fTIMxCLK=96MHz 44.7 S

1. TIMx 用 TIM1 ∼ TIM4

3.5.12 信接

I2C
特 33 用 fPCLK1 VDD 14

I2C I2C 信 SDA SCL
VDD PMOS

I2C 特性 33 用 (SDA SCL) 特性 3.5.9

33: I2C 特性

I2C (1) I2C (1)(2)

tw(SCLL) SCL 4.7 1.3 µs

tw(SCLH) SCL 4.0 0.6 µs

tsu(SDA) SDA 250 100

ns
th(SDA) SDA 0(3) 0(4) 900(3)

tr(SDA) tr(SDL) SDA SCL 1000 2.0+0.1Cb 300

tf(SDA) tf(SDL) SDA SCL 300 300

th(STA) 4.0 0.6

µs

tsu(STA) 4.7 0.6

tsu(STO) 4.0 0.6

tw(STO:STA)
( )

4.7 1.3

Cb 性 400 400 pF

1. 产

2. I2C fPCLK1 3MHz I2C fPCLK1
12MHz

3. SCL信
4. SCL MCU SDA信 300nS

©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd.
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130244

VDDVDD

SDA

SCL

100 Ω 

100 Ω 

4.7KΩ 4.7KΩ 

t su(STA)

t su(STA:STO)

t su(STO)

SDA

t f (SDA)

SCL

t w (SCKH)

t h(STA) t w (SCKL)

t r(SDA) t su(SDA)

t h(SDA)

t r(SCK) t f (SCK)

I2C

图 14. I2C总线交流波形和测量电路 (1)

1. CMOS 0.3VDD 0.7VDD

SPI接 特性

特 34 用 fPCLKx VDD 14

用 (NSS SCK MOSI MISO) 特性 3.5.9

34: SPI特性 (1)

fSCK1/tc(SCK) SPI
0 36

MHz
0 18

tr(SCK)

tf(SCK)
SPI C= 30pF 8

nS

tsu(NSS)(2) NSS 4tPCLK

th(NSS)(2) NSS 73

tw(SCKH)(2)

tw(SCKL)(2)
SCK

fPCLK= 36MHz

= 4
50 60

tsu(MI)(2) SPI1 1

tsu(SI)(2) 1

©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd.
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th(MI)(2) SPI1 1

th(SI)(2) 3

nS

ta(SO)
(2)(3)

fPCLK= 36MHz

= 4
0 55

fPCLK= 24MHz 4tPCLK

tdis(SO)
(2)(4) 10

tv(SO)
(2)(1) ( ) 25

tv(MO)
(2)(1) ( ) 3

th(SO)
(2) ( ) 25

th(MO)
(2) ( ) 4

1. SPI1特性
2. 产

3.
4.

679527

CPHA = 0

MSBit

MSBit

LSBit

CPOL = 1

CPOL = 0

CS

LSBit

MISO

(主机发送)

MOSI
(从机发送)

NSS

图 15. SPI时序图-从模式和 CPHA = 0
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429658

MSBit

MSBit

LSBit

LSBit

CPHA=1

CPOL = 1

CPOL = 0

MISO

(主机发送)

MOSI
(从机发送)

NSS

CS

图 16. SPI时序图-从模式和 CPHA = 1(1)

1. CMOS 0.3VDD 0.7VDD
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184118

t su(MI )

MISO

t w (SCKH) t r (SCK)

tc(SCK)

NSS

CPHA = 0

CPOL = 0

CPHA = 0

CPOL = 1

CPHA = 1

CPOL = 0

CPHA = 1

CPOL = 1

S
C

K
S

C
K

MOSI

t w (SCKL) t f (SCK)

6 ~ 1

t h(M )

t v(MO )

6 ~ 1

t h(MO )

 

图 17. SPI时序图-主模式 (1)

1. CMOS 0.3VDD 0.7VDD

USB特性
35: USB

tSTART(1) USB 1 µs

1. 产

36: USB 特性

(1) (1)

VDD USB (2) 3.0(3) 3.6

VVDI
(4) I(USBDP USBDM) 0.2

VCM
(4) VDI 0.8 2.5
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(1) (1)

VSE
(4) 1.3 2 V

VOL 1.5kΩ RL 3.6V (5) 0.3
V

VOH 15kΩ RL VSS
(5) 2.8 3.6

1.
2. USB 2.0 USBDP(D+) 1.5 kΩ VDD

3. 产品 USB 2.7 V 2.7V ∼ 3.6 V 特性

4. 产

5. RL USB

532206

V
CRS

V
SS t

f
t
r

图 18. USB时序：数据信号上升和下降时间定义

37: USB 特性 (1)

tr (2) CL <= 50pF 7.041 23.13 ns

tf (2) CL <= 50pF 6.866 26.76 ns

trfm tr / tf 96.52 125.1 %

VCRS 信 1.391 2.967 V

1. 产

2. 信 10% 90% 信息 USB 7 (2.0 )

3.5.13 12位 ADC特性
特 用 14 fPCLK2 VDDA

38: ADC特性

VDDA 2.5 5 5.5 V

VREF+ VDDA V
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VDDA 2.0 3.3 5.5 V

VREF+ 2.0 VDDA V

fADC(1)(3) ADC 14 MHz

fS(1)(3) 1 MHz

fTRIG(1)
fADC = 14MHz 833 KHz

18 1/fADC

VAIN
(2) 0(VSSA

VREF− )
VREF+ V

RAIN
(1) 1 39 kΩ

RADC
(1) 0.75 kΩ

CADC
(1) 10 pF

tS(1) fADC = 14MHz 0.1 16 µs

tS(1) 1.5 239.5 1/fADC

tSTAB(1) 1 µs

tconv(1)
( )

fADC = 14MHz 1 16.9 µs

14 ∼ 252 ( tS+ ) 12.5 1/fADC

1. 产

2. 产品 VREF+ VDDA VREF− VSSA

3. fADC 14MHz fS 1MHz(fPCLK2 = 56MHz ADC Prescaler =4 fADC = 14MHz, TS =
1.5)

1 RAIN

RAIN <
TS

fADC ×CADC × (N + 3) × ln(2)
− RADC

述 ( 1)用 1/4 LSB N = 12( 12 )
ln(2) = 0.69314718

39: fADC=14MHz(1) RAIN

TS( ) tS(µs) RAIN (kΩ)

1.5 0.1 0.2

7.5 0.5 4.1

13.5 0.9 7.9

28.5 1.9 17.5

41.5 2.8 25.9

55.5 3.7 34.8

71.5 4.8 NA

239.5 16.0 NA
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1. 产
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40: ADC - (1)(2)

(3)

ET fPCLK2 = 56MHz,

ADC Prescaler = 4,Ts=12.5

fADC = 14MHz,RAIN < 10KΩ,

VDDA = 3.3V TA = 25◦C

8 10

LSB

EO 3 3

EG 1 1

ED 性 6.5 7

EL 性 8 8

1. ADC
产

( ) 特

3.5.10 IINJ(PIN) ΣIINJ(PIN) ADC

2. 产

ET =

EO =

EG =

ED = 性

EL = 性

439454

12

VAIN

RAIN(1)
AINx

Cparasi c(2)

CADC(1)

RADC(1)

ADC

图 19. 使用 ADC典型的连接图

1. RAIN RADC CADC 40
2. Cparasitic PCB( PCB ) ( 7pF) Cparasitic

fADC
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PCB 建议

10 nF ( ) 应 MCU

326818

VDDA

VSSA

1 µF // 10 nF

VDDA

图 20. 供电电源和参考电源去藕线路

3.5.14 温度 器特性

41: 特性 (3)(4)

TL(1) VSENSE 性 ±5 ◦C

Avg_Slope(1) 4.571 4.801 5.984 mV/◦C

V25
(1) 25 ◦C 1.433 1.451 1.467 V

tstart(2) 10 µs

TS_temp(2) ADC 10 µs

1. 产

2. 产

3. 应用

4. VDD = 3.3V

3.5.15 DAC特性

42: DAC特性

VDDA 2 5 5.5 V

VREF+

VREF+

VDDA

VDDA V
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VSSA 0 V

RLOAD
(1)

Buffer VSSA
kΩ

RLOAD
(1)

Buffer VDDA
kΩ

RO
(1) Buffer

Buffer DAC_OUT

VDD

1.5 MΩ

20 kΩ

CLOAD
(1)

Buffer DAC_OUT
50 pF

DAC_OUTmin(1)
Buffer DAC_OUT DAC

VREF+ =

3.6V 12

0x0E0 ∼ 0xF1C

VREF+ = 2.4V

12 0x155 ∼

0xEAB

0.2 V

DAC_OUTmax(1)
Buffer DAC_OUT

VDDA−0.2 V

DAC_OUTmin(1)
Buffer DAC_OUT

DAC 0.5 mV

DAC_OUTmax(1)
Buffer DAC_OUT

VDDA-0.01 V

IDDVREF+
( )

DAC

VREF+=3.6V,

0x0E4 50 µA

IDDA

( )

DAC 0x800
630 µA

VREF+=3.6V

0xF1C 703 µA

DNL(2)
性

(LSB)
DAC 12Bit ±3 LSB

INL(2) 性 DAC 12Bit ±4 LSB

offset(2)
(0x800

VREF+/2

)

DAC 12Bit ±10

DAC 12Bit

VREF+=5.5V
±12

Gain error(2) DAC 12Bit ±0.5 %

tSETTLING(2)
CLOAD ⩽ 50pF.RLOAD ⩾

5kΩ
4 µs
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Updata rate(2)
( BIT )

DAC_OUT
CLOAD⩽50pF.RLOAD⩾5kΩ 1 MS/s

tWAKEUP
(2)

(

DAC

ENx)

CLOAD⩽50pF.RLOAD⩾ 5kΩ 10 µs

PSRR+(1)
(VDDA)(

)
RLOAD,CLOAD=50pF -40 dB

1. 产品

2.

277894

12

/ DAC

CLOAD

RLOAD

DACx_OUT

图 21. 12Bit带缓冲/不带缓冲 DAC
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4 典型应用电路
ZLG2x7 SWD , 22

138217

图 22. ZLG2x7最小系统电路
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5 器

43:

AHB

0x4002 3400 - 0x4002 43FF 4KB Reserved

0x4002 3000 - 0x4002 33FF 1KB CRC

0x4002 2400 - 0x4002 2FFF 3KB Reserved

0x4002 2000 - 0x4002 23FF 1KB Flash

0x4002 1400 - 0x4002 1FFF 3KB Reserved

0x4002 1000 - 0x4002 13FF 1KB (RCC)

0x4002 0400 - 0x4002 0FFF 3KB Reserved

0x4002 0000 - 0x4002 03FF 1KB DMA

0x4001 8000 - 0x4001 FFFF 32KB Reserved

APB2

0x4001 3C00 - 0x4001 7FFF 17KB Reserved

0x4001 3800 - 0x4001 3BFF 1KB UART1

0x4001 3400 - 0x4001 37FF 1KB Reserved

0x4001 3000 - 0x4001 33FF 1KB SPI1

0x4001 2C00 - 0x4001 2FFF 1KB TIM1

0x4001 2800 - 0x4001 2BFF 1KB ADC2

0x4001 2400 - 0x4001 27FF 1KB ADC1

0x4001 1800 - 0x4001 23FF 3KB Reserved

0x4001 1400 - 0x4001 17FF 1KB GPIOD

0x4001 1000 - 0x4001 13FF 1KB GPIOC

0x4001 0C00 - 0x4001 0FFF 1KB GPIOB

0x4001 0800 - 0x4001 0BFF 1KB GPIOA

0x4001 0400 - 0x4001 07FF 1KB EXTI

0x4001 0000 - 0x4001 03FF 1KB AFIO

APB1

0x4000 7800 - 0x4000 FFFF 34KB Reserved

0x4000 7400 - 0x4000 77FF 34KB DAC

0x4000 7000 - 0x4000 73FF 1KB (PWR)

0x4000 6C00 - 0x4000 6FFF 1KB (BKP)

0x4000 6000 - 0x4000 6BFF 3KB Reserved

0x4000 5C00 - 0x4000 5FFF 1KB USB

0x4000 5800 - 0x4000 5BFF 1KB I2C2

0x4000 5400 - 0x4000 57FF 1KB I2C1

0x4000 4C00 - 0x4000 53FF 2KB Reserved

0x4000 4800 - 0x4000 4BFF 1KB UART3

0x4000 4400 - 0x4000 47FF 1KB UART2

0x4000 3C00 - 0x4000 43FF 2KB Reserved

0x4000 3800 - 0x4000 3BFF 1KB SPI2

0x4000 3400 - 0x4000 37FF 1KB Reserved

0x4000 3000 - 0x4000 33FF 1KB IWWDG

0x4000 2C00 - 0x4000 2FFF 1KB WWDG
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APB1

0x4000 2800 - 0x4000 2BFF 1KB RTC

0x4000 0C00 - 0x4000 27FF 7KB Reserved

0x4000 0800 - 0x4000 0BFF 1KB TIM4

0x4000 0400 - 0x4000 07FF 1KB TIM3

0x4000 0000 - 0x4000 03FF 1KB TIM2

SRAM
0x2000 5000 -0x3FFF FFFF ∼512MB Reserved

0x2000 0000 - 0x2000 4FFF 20KB SRAM

Flash

0x1FFF F810 - 0x1FFF FFFF ∼2KB Reserved

0x1FFF F800 - 0x1FFF F80F 16B Option bytes

0x1FFF F400 - 0x1FFF F7FF 1KB Sysem memory

0x1FFE 1C00 - 0x1FFF F3FF ∼256KB Reserved

0x1FFE 1000 - 0x1FFE 1BFF 3KB Security space

0x1FFE 0200 - 0x1FFE 0FFF 3KB Reserved

0x1FFE 0000 - 0x1FFE 01FF 0.5KB Protect byte

0x0802 0000 - 0x1FFD FFFF ∼383MB Reserved

0x0800 0000 - 0x0801 FFFF 128KB Main Flash memory

0x000 20000 - 0x07FF FFFF ∼128MB Reserved

0x0000 0000 - 0x0001 FFFF 128KB
SRAM BOOT
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6 封装特性

6.1 封装 LQFP64

100104

A
1

K
L

L1

GAUGE PLANE

0.25 mm

c

A
1

A A
2

D

D1

E
1

E

17

16

32

64

1

49

e

PIN 1

IDENTIFICATION

b

3348

图 23. LQFP64, 64脚低剖面方形扁平封装图

1.
2.

44: LQFP64

A 1.60

A1 0.05 0.15

A2 1.35 1.40 1.45

b 0.17 0.20 0.27

c 0.09 0.20

D 11.80 12.00 12.20
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D1 9.90 10.00 10.10

E 11.80 12.00 12.20

E1 9.90 10.00 10.10

e 0.5

K 0◦ 3.5◦ 7◦

L 0.45 0.60 0.75

L1 1.00

N = 64
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7 装信
用 160pcs 10
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8

8.1 与 输

●
– 性 CI2 H2S NH3 SO2 NOX
– 性

–
–

●
●

138217

图 24

8.2
● MSL:3
● 用

● 用

40◦C/≤5%RH 37
● 用 3

125◦C27
● SMT ≤30◦C/60%RH 168

●
● IPC/JEDEC J-STD-033C

8.3 流 温度参考曲线

1. 用 /

45:

150-200 60-120s 3 / max 260-265 30s min 60-150s
6 /

max
3
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138217

图 25. 推荐温度曲线

46:

No

1 T1

2 t 1

3 a

4 Tp

5 tp

6 tw

7 b

8 -

注：波峰温度不能超过 260◦C，温度是指元器件树脂表面温度。

2.

● 350◦C 270◦C
● 3
● 1
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9
应用信

应用信息 用 ZLG217/ZLG227 产品 产品特性 修

的

用

用 产品信息 性

性 用性

信息 用
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